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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子テキスタイルを製造する方法であって、
　複数の導体配線を有するテキスタイルキャリアを供給するステップと、
　前記テキスタイルキャリアを剛性支持板に着脱可能に取り付けるステップと、
　接続パッドの複数のセットを前記テキスタイルキャリア上に形成するパターンで導電性
物質を前記テキスタイルキャリアに供給するステップと、ここで、前記接続パッドの各セ
ットは、電子部品の配置のための部品配置位置を定め、前記接続パッドの各セットは、前
記複数の導体配線の１つと重なっている接続パッドを有し、前記接続パッドは、前記導体
配線に対して平行な方向における接続パッド長と前記導体配線に対して直交する方向にお
ける接続パッド幅とを持ち、前記接続パッド幅は、前記導体配線に対して直交する前記方
向における前記テキスタイルキャリアの幅の少なくとも１％であり、
　前記電子部品を前記部品配置位置に自動的に置くステップと、
　前記電子部品を前記テキスタイルキャリアに取り付けて、前記電子テキスタイルを形成
するために、前記導電性物質を硬化させるステップと、
　前記電子テキスタイルを前記剛性支持板から取り外すステップと、を有する、方法。
【請求項２】
　前記電子部品のそれぞれは、前記導体配線に対して平行な方向における部品パッド長と
前記導体配線に対して直交する方向における部品パッド幅とを持つ第１の部品パッドを少
なくとも有し、前記接続パッド幅は、前記接続パッドに接続される前記部品パッドの前記
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部品パッド幅と少なくとも等しい、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記導電性物質は、前記接続パッド長が前記部品パッド長と少なくとも等しくなるよう
に設けられる、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記剛性支持板は、前記テキスタイルキャリアの配置をガイドするとともに自動配置装
置の位置合わせを可能とするための参照マーカを備える、請求項１乃至３のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項５】
　前記着脱可能に取り付けるステップは、
　前記テキスタイルキャリアを引っ張るステップと、
　前記剛性支持板上に設けられた接着層に対して前記テキスタイルキャリアを押し付ける
ステップと、を有する、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記剛性支持板は、互いに離れた支持板開口部を有し、
　前記着脱可能に取り付けるステップは、
　配列板と前記配列板からほぼ垂直方向に延びている互いに離れた配列ピンとを有する剛
性配列装置を供給するステップと、ここで、前記配列ピンは、前記剛性支持板の前記支持
板開口部の配置に対応して配置され、
　前記テキスタイルキャリアを引っ張るとともに、前記配列ピンが前記テキスタイルキャ
リアを貫くように、前記配列板上に前記テキスタイルキャリアを配置するステップと、
　前記配列ピンに前記剛性支持板を配置するとともに、前記テキスタイルキャリアが前記
剛性支持板に着脱可能に取り付けられるように、前記剛性支持板と前記配列板との間に前
記テキスタイルキャリアを挟み込むステップと、を有する、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記導電性物質を供給するステップは、前記パターンで導電性接着剤を施すステップを
有する、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　複数の導体配線を持つテキスタイルキャリアと、
　それぞれが前記複数の導体配線の１つと重なっており、前記導体配線に対して平行な方
向における接続パッド長と前記導体配線に対して直交する方向における接続パッド幅とを
持つ、複数の接続パッドと、
　前記複数の接続パッドの１つを介して前記導体配線の１つに電気的に接続された第１の
部品パッドをそれぞれ少なくとも持つ複数の電気部品と、を有し、
　前記接続パッドの幅は、前記導体配線に対して直交する前記方向における前記テキスタ
イルキャリアの幅の少なくとも１％である、電子テキスタイル。
【請求項９】
　前記部品パッドは、前記導体配線に対して平行な方向における部品パッド長と前記導体
配線に対して直交する方向における部品パッド幅とを持ち、前記接続パッドの幅は、前記
接続パッドに接続される前記部品パッドの前記部品パッド幅と少なくとも等しい、請求項
８記載の電子テキスタイル。
【請求項１０】
　前記接続パッド長は、前記部品パッド長と少なくとも等しい、請求項８又は９に記載の
電子テキスタイル。
【請求項１１】
　前記接続パッドは、導電性接着剤によって形成される、請求項８乃至１０のいずれか１
項に記載の電子テキスタイル。
【請求項１２】
　前記テキスタイルキャリアは、複数の織り合わされた導電性及び非導電性の糸を有し、
前記複数の導体配線は、前記導電性の糸によって形成される、請求項８乃至１１のいずれ
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か１項に記載の電子テキスタイル。
【請求項１３】
　前記複数の電気部品は、少なくとも１つの発光ダイオードを有する、請求項８乃至１２
のいずれか１項に記載の電子テキスタイル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子テキスタイル及びかかる電子テキスタイルの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くのタイプのテキスタイルが、我々の日常生活において使用される。電子テキスタイ
ルを作り出すために、電子機器が、これらのテキスタイルにさり気なく組み込まれる場合
、新たな適用分野が現れる。新たなアプリケーションの一例は、発光テキスタイルであり
、他の例は、テキスタイルベースのセンサシステム、着用可能な電子機器などを含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これらの新しいアプリケーションにとって、テキスタイルによってもたらされ得る、な
じみやすさ及び／又は伸縮性などのテキスタイルの極めて特別な性質は、好適である。し
かしながら、製造工程から生じるテキスタイルにおける不規則性は、電子テキスタイルの
製造工程を考案するにあたっての課題となる。例えば、確実且つコスト効率のよい態様で
、テキスタイル基板上に電子部品をマウントすることは困難であることが分かっている。
【０００４】
　テキスタイル基板に電子部品をマウントするための多くの方法が提案されてきた。しか
しながら、これらの方法のほとんどは、大きな労働力を要し、新しいタイプの製造設備へ
の高価な投資を少なくとも伴わない大量生産には適していない。
【０００５】
　国際公開第２０１０／０３３９０２号は、工業的にテキスタイル基板へ電子部品をマウ
ントするための方法の一例を開示している。当該方法によれば、電子部品をマウントする
ための場所を安定させるために、動くテキスタイル基板がクランプの間で一時的に固定さ
れる。次いで、特別な２つのパッケージ内の電子部品が適所にスナップで取り付けられた
後、電子部品が、エポキシ樹脂で、より恒久的且つ確実にテキスタイル基板へ結合され得
る。
【０００６】
　高い生産速度が得られるように思われるが、国際公開第２０１０／０３３９０２号によ
って開示された上記方法は、特別なタイプの電子部品パッケージを必要とし、さらに、電
子部品製造業において標準でない接続技術を利用している。従って、国際公開第２０１０
／０３３９０２号の方法を使用するためにかなりの投資が必要とされ、さらに、特注の部
品パッケージのみが使用可能であるため、これは、電子テキスタイルのコストを増加させ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従来技術の上記及び他の欠点に鑑み、本発明の大まかな目的は、よりコスト効率に優れ
た電子テキスタイルの生産を可能とすることである。
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、電子テキスタイルを製造する方法であって、複数の導体
配線を有するテキスタイルキャリアを供給するステップと、テキスタイルキャリアを剛性
支持板に着脱可能に取り付けるステップと、接続パッドの複数のセットをテキスタイルキ
ャリア上に形成するパターンで導電性物質をテキスタイルキャリアに供給するステップと
、ここで、接続パッドの各セットは、電子部品の配置のための部品配置位置を定め、接続
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パッドの各セットは、複数の導体配線の１つと重なっている接続パッドを有し、接続パッ
ドは、導体配線に対して平行な方向における接続パッド長と導体配線に対して直交する方
向における接続パッド幅とを持ち、接続パッド幅は、導体配線に対して直交する方向にお
けるテキスタイルキャリアの幅の少なくとも１％、好ましくは少なくとも２％であり、電
子部品を部品配置位置に自動的に置くステップと、電子部品をテキスタイルキャリアに取
り付けて、電子テキスタイルを形成するために、導電性物質を硬化させるステップと、電
子テキスタイルを剛性支持板から取り外すステップと、を有する、方法が提供される。
【０００９】
　「テキスタイル」なる用語からは、本願の文脈上、フレキシブルな材料、あるいは、全
体的又は部分的に繊維で作られた製品が理解されるべきである。繊維は、単一のファイバ
／フィラメントの形で供給されてもよいし、又は、糸などの多繊維構造に束ねられていて
もよい。テキスタイルは、例えば、機織り、編み、メリヤス、かぎ針編み、キルティング
、又は、フェルティングなどの不織布技術によって製造され得る。
【００１０】
　電子部品の「部品パッド」は、回路基板又は他の部品キャリア上の然るべきパッドへの
電気接続を目的として設計されたパッドである。
【００１１】
　テキスタイルの独特な機械的性質のために、電子部品は、従来の硬い表面の基板のため
に設計された、「ピックアンドプレース」機械などと呼ばれる自動表面マウント部品配置
装置を用いて、テキスタイルキャリア上にマウントされ得ないと以前は考えられていた。
代わりに、電子テキスタイルの製造分野における興味は、パッケージ、プロセス、及び、
電子テキスタイルの製造のために特別に設計された装置の進歩に注がれてきた。さて、本
発明者は、驚いたことに、テキスタイルキャリアが剛性支持板に着脱可能に取り付けられ
、且つ、導電性物質が部品配置の前に適切な所望のパターンでテキスタイルキャリア上に
設けられた場合に、「ピックアンドプレース」機械などと呼ばれる自動表面マウント部品
配置装置が、許容内の信頼性及び歩留まりで、電子テキスタイルを作り出すために実際に
使用され得ることを発見した。特に、本発明者は、テキスタイルキャリアの製造に伴う導
体配線の位置の不正確さ、及び、テキスタイルキャリアが剛性支持板に着脱可能に取り付
けられた場合に生じ得るテキスタイルキャリアの変形のために、導体配線に対して直交す
る方向における接続パッドの大きさが、信頼性及び歩留まりにとって極めて重要であるこ
とを発見した。発明者は、導体配線に対して直交する方向におけるテキスタイルキャリア
の拡がり（幅（extension））に関するメカニズムが、導体配線に対して直交する方向に
おける導体配線の位置の不正確さにつながることを発見した。導体配線上に配置された接
続パッドの接続パッド幅を、導体配線に対して直交する方向におけるテキスタイルキャリ
アの幅に関連付けることによって、上記の不正確さが補償され得る。本発明者は、接続パ
ッド幅が、導体配線に対して直交する方向におけるテキスタイルキャリアの幅の少なくと
も１％、好ましくは２％となるように、導電性物質を供給すれば一般的には十分であるこ
とを発見した。さらに、接続パッド幅は、接続パッドに接続される部品パッドの部品パッ
ド幅と少なくとも等しくてもよい。
【００１２】
　さらに、本発明に従った方法の信頼性及び歩留まりを大きくするため、導電性物質は、
接続パッド長が、部品パッド長と少なくとも等しくなるように供給されてもよい。
【００１３】
　剛性支持板は、好適には、テキスタイルキャリアの配置をガイドするとともに自動配置
装置の位置合わせを可能とするための参照マーカを備えていてもよい。かかる参照マーカ
は、例えば、テキスタイルキャリアを剛性支持板に着脱可能に取り付ける場合にテキスタ
イルキャリアを配列するための線、及び／又は、自動配置装置によって基準マーカとして
使用されるバツ印などを有していてもよい。
【００１４】
　本発明に従った方法の種々の実施形態によれば、着脱可能に取り付けるステップは、テ
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キスタイルキャリアを引っ張るとともに、剛性支持板上に設けられた接着層に対してテキ
スタイルキャリアを押し付けるステップを有していてもよい。
【００１５】
　テキスタイルキャリアを引っ張ることによって、任意のシワなどが取り除かれ、平らな
表面が形成され得る。
【００１６】
　さらに、上記剛性支持板は、互いに離れた支持板開口部を有し、着脱可能に取り付ける
ステップは、配列板と配列板からほぼ垂直方向に延びている互いに離れた配列ピンとを有
する剛性配列装置を供給するステップと、ここで、配列ピンは、剛性支持板の支持板開口
部の配置に対応して配置され、テキスタイルキャリアを引っ張るとともに、配列ピンがテ
キスタイルキャリアを貫くように、剛性配列板上にテキスタイルキャリアを配置するステ
ップと、配列ピンに剛性支持板を配置するとともに、テキスタイルキャリアが剛性支持板
に着脱可能に取り付けられるように、剛性支持板と剛性配列板との間にテキスタイルキャ
リアを挟み込むステップと、を有する。
【００１７】
　この剛性配列板の供給と、剛性支持板及びテキスタイルキャリアの上記構成とを通じて
、剛性支持板に対するテキスタイルキャリアの配列が容易になる。特に、テキスタイルキ
ャリア開口部又は他のインジケータが、テキスタイルキャリアの導体配線に対して正確に
定められた位置に配置されることができ、これは、自動電子部品配置装置が、剛性支持板
に対する校正／位置決め後に、導体配線の位置を得られることを意味する。
【００１８】
　本発明に従った方法の種々の実施形態によれば、導電性物質を供給するステップは、上
記パターンで導電性接着剤を施すステップを有していてもよい。接続パッドのパターンは
、例えば、従来の低温度はんだペースト又は導電性接着剤によって形成されてもよい。し
かしながら、実験では、特に、導体配線が導電性の糸によって形成される場合、よりよい
接触が電気部品と導体配線との間に確立され得るため、導電性接着剤が、今のところ望ま
しいことを示した。
【００１９】
　本発明の第２の態様によれば、複数の導体配線を持つテキスタイルキャリアと、それぞ
れが複数の導体配線の１つと重なっており、導体配線に対して平行な方向における接続パ
ッド長と導体配線に対して直交する方向における接続パッド幅とを持つ、複数の接続パッ
ドと、複数の接続パッドの１つを介して導体配線の１つに電気的に接続された第１の部品
パッドをそれぞれ少なくとも持つ複数の電気部品と、を有し、接続パッドの幅は、導体配
線に対して直交する方向におけるテキスタイルキャリアの幅の少なくとも１％、好ましく
は２％である、電子テキスタイルが供給される。
【００２０】
　本発明の当該第２の態様の変形及び利点は、本発明の第１の態様に関連して供給された
変形及び利点と大きく類似している。
【００２１】
　例えば、接続パッド長は、部品パッド長と少なくとも等しくてもよい。
【００２２】
　さらに、接続パッドは、導電性接着剤によって形成されてもよい。
【００２３】
　さらに、テキスタイルキャリアは、好適に、複数の織り合わされた導電性及び非導電性
の糸を有していてもよく、複数の導体配線は、導電性の糸によって形成されてもよい。
【００２４】
　さらに、種々の実施形態において、複数の電子部品は、少なくとも１つの発光ダイオー
ドを有していてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
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　本発明の、これらの及び他の態様が、本発明の今のところ好ましい実施形態を示してい
る添付の図面を参照して、より詳細に説明されるであろう。
【図１ａ】図１ａは、本発明の実施例に従った電子テキスタイルを概略的に示している。
【図１ｂ】図１ｂは、図１ａの電子テキスタイルの概略的な断面図である。
【図２】図２は、本発明に従った方法の実施形態を概略的に示すフローチャートである。
【図３】図３は、本発明に従った方法の第１の実施例に従った方法のあるステップの概略
図である。
【図４】図４は、本発明に従った方法の第２の実施例に従った方法のあるステップの概略
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１ａは、テキスタイルキャリア２と複数の電子部品（ここでは発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）３（なお、図面を複雑にすることを避けるため、図では１つのみが示されている））
とを有する例示的な電子テキスタイル１を概略的に示している。図１ａ及び図１ｂに示さ
れた実施例では、テキスタイルキャリア２が、織り合わされた導電性及び非導電性の糸を
有する織物の形で設けられている。
【００２７】
　第１の接続パッド５ａが第１の導体配線６ａと重なり、第２の接続パッド５ｂが第１の
導体配線６ａとほぼ平行な第２の導体配線６ｂと重なるように、接続パッド５ａ，５ｂの
複数のセットがテキスタイルキャリア２上に設けられている（ここでも、図面を複雑にす
ることを避けるため、図では、接続パッド及び関連する導体配線の１つのセットのみが示
されている）。各ＬＥＤ３は、一対の導体配線６ａ，６ｂに電気的に接続されている。導
体配線は、１又は複数の位置において遮断されていてもよい。しばしば、２つの連続した
ＬＥＤの間で、導体配線の１つ、つまり第１及び第２の導体配線が交互に遮断される。こ
れは、図１ａに示された電子テキスタイル１の拡大部分において概略的に示されているよ
うに、ＬＥＤが、接続パッド５ａ，５ｂの関連したセットを介して直列に接続されること
を可能とする。
【００２８】
　図１ａの拡大部分に示されるように、各電子部品３は、第１の接続パッド５ａを介して
第１の導体配線６ａに接続された第１の部品パッド８ａと、第２の接続パッド５ｂを介し
て第２の導体配線６ｂに接続された第２の部品パッド８ｂとを有する。
【００２９】
　各接続パッド５ａ，５ｂは、接続パッド幅Ｗｃｐと接続パッド長Ｌｃｐとを持ち、各部
品パッド８ａ，８ｂは、部品パッド幅ｗと部品パッド長ｌとを持つ。さらに、図１ａに示
されるように、テキスタイルキャリア２は、導体配線６ａ，６ｂに対して直交する方向に
おいて幅（拡がり）Ｗｔｃを持つ。高歩留まりで電子テキスタイル１を自動的に製造する
方法を提供するため、接続パッド５ａ，５ｂの幅Ｗｃｐは、導体配線６ａ，６ｂに対して
直交する方向におけるテキスタイルキャリア２の拡がりＷｔｃの少なくとも１％である。
好ましくは、接続パッド５ａ，５ｂの幅Ｗｃｐは、導体配線６ａ，６ｂに対して直交する
方向におけるテキスタイルキャリア２の拡がりＷｔｃの少なくとも２％である。これは、
一般的に、接続パッド５ａ，５ｂが、関連する部品パッド８ａ，８ｂよりも極めて大きい
ことを意味する。図１ａ及び図１ｂによって示された例では、接続パッド長Ｌｃｐは、部
品パッド長ｌよりも大きく、図１ａの電子テキスタイル１の拡大部分の断面図である図１
ｂにおいて最もよく見られるように、接続パッド幅Ｗｃｐは、部品パッド幅ｗの２倍より
も大きい。
【００３０】
　この特別な寸法を通じて、発明者は、電子テキスタイル１が、高効率の歩留まりで、硬
いプリント基板回路上に部品を配置するための自動部品配置装置を用いて製造され得るこ
とを発見した。テキスタイルキャリア２の不正確さによる寸法公差が「オーバサイズの」
接続パッド５ａ，５ｂによって補償されるため、これが可能である。
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【００３１】
　図１ａ及び図１ｂに関連して上述された電子テキスタイル１を製造する例示的な方法が
、これより、図２を参照して説明されるであろう。
【００３２】
　第１のステップ１０１において、テキスタイルキャリア２が、剛性支持板に着脱可能に
取り付けられる。当該ステップを実行する２つの例示的な態様が、以下、図３及び図４を
参照して説明されるであろう。
【００３３】
　テキスタイルキャリアを剛性支持板に取り付けた後、ステップ１０２において、接続パ
ッドを形成するために、導電性物質が付与される。当該導電性物質は、例えば、はんだペ
ースト又は導電性接着剤であってもよく、スクリーン印刷又はディスペンサなどの任意の
適切な態様で付与され得る。
【００３４】
　次いで、ステップ１０３において、電子部品が、ステップ１０２において与えられた接
続パッドによって定められる部品配置位置に自動的に配置される。
【００３５】
　次に、ステップ１０４において、例えば、電子部品を導電性物質によってテキスタイル
キャリアにゆるく取り付け、剛性支持板に取り付けたままの状態で、テキスタイルキャリ
アを炉内に配置することによって、導電性物質が硬化される。
【００３６】
　最後に、ステップ１０５において、完成品の電子テキスタイルが、剛性支持板から取り
外される。
【００３７】
　テキスタイルキャリア２を剛性支持板２０に着脱可能に取り付ける上記ステップ１０１
を実行する２つの例示的な態様が、図３及び図４を参照して、説明されるであろう。
【００３８】
　第１の例示的態様によれば、図３に概略的に示されるように、剛性支持板２０は、テキ
スタイルキャリア２の拡がりに実質的に対応する領域２１における取り外しが容易な粘着
剤を備えている。さらに、剛性支持板２０は、自動配置装置のアラインメントを可能にす
るための（しばしば基準とも称される）参照マーカ２２ａ～２２ｄと、基準２２ａ～２２
ｄに対するテキスタイルキャリア２のアラインメントにおける補助のためのガイド２３ａ
～２３ｄとを備えている。
【００３９】
　図３において概略的に示されるように、テキスタイルキャリアは、ガイド２３ａ～２３
ｄにより位置決めされ、粘着剤を有する領域２１に対して平らに押下される。図３に示さ
れるように、テキスタイルキャリア２は、巻かれた状態からくるくると広げられてもよい
が、もちろん、テキスタイルキャリアを剛性支持板２０に取り付ける他の態様が可能であ
る。
【００４０】
　テキスタイルキャリアが、ガイド２３ａ～２３ｄにより位置決めされ、任意のシワを除
去する（テキスタイルキャリア２の織物の引っ張りを多かれ少なかれ一般的には含み得る
手続きの）ために剛性支持板２０に対して平らに押下された後、テキスタイルキャリア支
持板アセンブリは、導電性物質を付与するステップ１０２のための準備ができた状態とな
る。
【００４１】
　第２の例示的態様によれば、図４に概略的に示されるように、配置板２６と、剛性支持
板２６からほぼ垂直に延在する互いに離れた４つの配列ピン２７ａ～２７ｄとを有する剛
性配列装置２５を備えている。
【００４２】
　テキスタイルキャリア２は、図４から分かるように、配列ピン２７ａ～２７ｄに対応す
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る間隔で配置された、互いに離れた４つのテキスタイルキャリア開口部２８ａ～２８ｄを
有し、取り外し容易な粘着剤を（テキスタイルキャリア２に対向する側に）具備する剛性
支持板２０は、同様に配列ピン２７ａ～２７ｄに対応する間隔で配置された、互いに離れ
た４つの支持板開口部３１ａ～３１ｄを備えている。テキスタイルキャリア開口部は、テ
キスタイルを通じた配列ピンの貫通によって形成され得る。テキスタイルキャリアは、配
列ピンが貫通すべき位置にマーカを持っていてもよい。
【００４３】
　図４に概略的に示されるように、テキスタイルキャリア２を剛性支持板に着脱可能に取
り付ける上記ステップは、テキスタイルキャリア２を引っ張り、配列ピン２７ａ～２７ｄ
をテキスタイルキャリア開口部２８ａ～２８ｄへ挿入し、配列ピン２７ａ～２７ｄを支持
板開口部３１ａ～３１ｄへ挿入することによって実行される。次いで、支持板２０は、テ
キスタイルキャリア２が、支持板２０と配列板２６との間に挟み込まれるように、ひいて
は、剛性支持板２０上に設けられた粘着剤に着脱可能に取り付けられるように、配列板２
６に対して押下される。
【００４４】
　これにより、テキスタイルキャリア支持板アセンブリは、導電性物質を付与するステッ
プ１０２のための準備ができた状態となる。
【００４５】
　さらに、開示された実施形態に対する変形が、請求項に記載の発明を実施する際、図面
、開示及び添付の請求項の研究から、当業者によって理解及び実施され得る。例えば、テ
キスタイルキャリアは、水平方向及び垂直方向における導体配線など、複数方向に延在す
る導体配線を有していてもよい。電子部品は、例えば、１つの水平方向の導体配線と１つ
の垂直方向の導体配線との間に接続されてもよい。さらに、接続パッド及び部品パッドは
、矩形である必要はなく、任意の形状であってもよい。
【００４６】
　請求項中、「有する」なる用語は、他の要素又はステップを除外せず、不定冠詞「ａ」
又は「ａｎ」は、複数であることを除外しない。特定の手段が相互に異なる従属項で言及
されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが好適に用いられ得ないとい
うことを示すものではない。
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